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证券时报记者 匡继雄

6 月 19 日，智能网联汽车概念

股继续拉升，雄帝科技、信息发展、

华铭智能、华蓝集团和苏交科等个

股涨停。

近日，关于智能网联汽车行业

利好政策频出。

6 月 4 日，工信部等四部门公

布首批进入智能网联汽车准入和

上路通行试点联合体；6 月 18 日，

工业和信息化部装备工业一司一

级巡视员苗长兴表示，采取更加有

力的措施推动智能网联汽车高质

量发展。

早前，武汉市智能网联新能源

汽车“车路云”一体化重大示范项

目获武汉市发改委批准，备案金额

约 170亿元。

民生证券表示，随着智能网联

汽车准入和上路通行试点及“车

路云一体化”试点不断扩大、行业

标准不断清晰化、法律法规不断

完善，以及渗透率的提升，将会带

来整体的投资性机会。

ETAS 数据显示，到 2027 年，预

计全球智能网联汽车数量将从 2023
年的 1.92 亿辆增加到 3.67 亿辆，其

在新车销量中的份额占比将从 2023
年的52%上升到2028年的80%。

我国智能网联汽车
建设进入快车道

智能网联汽车已经成为汽车

产业发展的重要战略方向。

近 年 来 ，我 国 陆 续 印 发 了 规

范、引导、规划智能网联汽车行业

的发展政策，智能网联汽车体系逐

步完善。

2024 年 1 月，工信部等五部委

联合印发《关于开展智能网联汽

车“车路云一体化”应用试点的通

知》提出，建设智能化路侧基础设

施、提升车载终端装配率等试点

内容。

5 月，国家智能网联汽车创新

中心等各专业领域单位，共同编制

了《智能网联汽车“车路云一体化”

规 模 建 设 与 应 用 参 考 指 南（1.0
版）》，进一步支持各地“车路云一

体化”建设。

随着政策的驱动以及标准体

系的完善，我国智能网联汽车建设

也进入快车道。

根据中国汽车工程协会等组

织发布《车路云一体化智能网联汽

车产业产值增量预测》报告，在中

性预期情景下，预计 2030 年我国

智能网联汽车的产值增量为 20266
亿元。

机构扎堆看好12只
智能网联汽车概念股

据证券时报·数据宝统计，智

能 网 联 汽 车 概 念 股 中 ，赛 力 斯 、

虹软科技、中科创达等 12 股获 10
家 以 上 机 构 评 级 且 一 致 预 测 今

年 净 利 润 增 速 有 望 超 30% 。 其

中 ，中 科 创 达 、德 赛 西 威 机 构 关

注度最高。

中科创达获 29 家机构一致预

测今年净利润增速达 41.27%。公

司智能汽车产品和方案与全球车

厂广泛合作。

民生证券表示，随着中科创达

创新开发技术不断积累沉淀，同

芯片厂商的密切合作以及整车操

作系统的持续创新和优化，公司

智能汽车相关产品的壁垒将逐步

提高。

从机构一致预测今年净利润

增速来看，中小市值股中，虹软科

技获 13 家机构一致预测今年净利

润增速达 58.29%。公司提供高度

智能化的 L2+级别辅助驾驶功能，

包括关键的自动紧急制动、车道保

持辅助等重要功能。公司在 2024
年一季度实现归母净利润 0.34 亿

元，同比增长 21.21%。

中信建投证券表示，虹软科技

投入已久的智能汽车业务逐季进

入定点出货期，相关业务有望实现

快速增长。

机构资金净流入3股

据 数 据 宝 统 计 ，截 至 6 月 19
日，上述获机构扎堆看好的 12只智

能网联汽车概念股中，赛力斯、银

轮股份、广汽集团 3 股 6 月以来均

获机构资金净流入，其中赛力斯获

机构资金净流入达 7.78亿元。

赛力斯旗下赛力斯品牌智能

网联新能源汽车已获得欧盟认证，

并实现了向德国市场批量出口，

2024 年一季度实现归母净利润为

2.2 亿元，同比扭亏。公司股价在

去年大涨超 90%的基础上，年内累

计涨幅达 31.36%。

华安证券表示，赛力斯自有品

牌和海外业务尚在蓄力阶段，后

续有望开启新增长。规模效应与

产品结构优化，公司利润率得到

提升。

行业增量有望超2万亿元
智能网联汽车驶入快车道

（本版专题数据由证券时报中心数据库提供 翟超/制图）

证券时报记者 陈见南

半导体产业链的涨价潮自5月开

始逐步扩散。先是主流存储厂商因产

能售罄而涨价，显示周期性存储行业

正在从低迷中迅速反弹，现在传导至

晶圆厂。

TechInsights预测，2024年全球用

于先进封装的晶圆厂设备将同比增长

6%，达到31亿美元。

业内人士预计，随着库存出清和

需求复苏，下半年功率半导体行业景

气度也会继续上行。

国泰君安也在近期发布的研究

中表示，半导体周期底部已现，库存

已回到合理水位，各类产品价格从今

年一季度开始均出现不同幅度涨

价。涨价品种从元器件到晶圆代工

端逐步扩散。

先进封装正成为未来集成电路制

造的重要发展方向。在摩尔定律发展

放缓的背景下，先进封装通过创新封

装手段实现芯片更紧密的集成，优化

电气连接，满足了人工智能、高性能计

算等技术发展对芯片性能的要求。

西部证券表示，目前，半导体封测

设备整体国产化率仍偏低，各类封装

设备的市场份额主要被海外厂商占

据，但近年来随着全球半导体产能向

中国大陆转移，一些本土半导体封装

设备厂商逐渐成长起来。随着先进封

装产线扩产推进，对相关设备的需求

也将增加，国内封装设备厂在先进封

装领域积极布局，有望在国产替代大

潮中获取更多市场份额。

据Yole预测，全球先进封装市场

规模将从 2023 年的 378 亿美元增长

至 2029年的 695亿美元，这期间的复

合年增长率为 10.7%。预计 2024 年

台积电、英特尔、三星、日月光等大厂

在先进封装领域将合计投资约 115
亿美元。

据证券时报·数据宝统计，A股市

场中先进封装概念股有100多只。从

机构关注度来看，中微公司、拓荆科技、

长电科技、鼎龙股份等个股均有20家

以上机构评级，芯碁微装、深南电路、芯

源微等个股均有10家以上机构评级。

5家以上机构评级个股中，有31只

机构一致预测今明两年净利增速均超

20%，长电科技、寒武纪、精测电子、鼎龙

股份等个股2年净利润增速均超30%。

从资金流向来看，长电科技位居

第一，6月以来机构资金净流入超 2.3
亿元，寒武纪机构资金净流入超1.5亿

元,居第二位。

产能吃紧 先进封装行业迎涨价潮

证券时报记者 张娟娟

6月 19日，2024陆家嘴论坛在上

海开幕。当日下午，中国证监会副主

席方星海围绕“科技创新与资本市场

高质量发展”发表主题演讲，他表示中

国具有三大优势，分别是人才、资本和

市场。在自主创新中，把这三大优势

结合起来，资本市场责任非常重大。

早前，国务院国资委党委召开专题

会议强调，要更加注重科技创新，把研

发融入到血液中，把创新融入到战略

中，加快突破关键核心技术，推动科技

创新成果产业化；更加注重优化布局，

抓好传统产业转型升级，抓好战略性新

兴产业加快布局。

科技型公司
成一二级市场优质资源

科技创新是推动产业高质量发展

的重要支撑，是加快形成新质生产力

的重要要求，对经济社会全局和长远

发展具有带动作用。近年来，在政策

的大力支持下，我国科技型公司融资

渠道正逐步拓宽，成为一二级市场的

“优质资源”。

据证券时报·数据宝统计，截至 6
月 19日，2023年以来共有 331家注册

制公司登陆A股市场，按照战略性新兴

产业划分，以“新一代信息技术产业、生

物产业、高端装备制造产业”为主的科

技型战略性新兴产业公司（下称“科技

型战略新兴公司”）多达200家，占比达

到六成。2024年以来上市的41家公司

中，科技型战略新兴公司占比超过

65%，创2020年以来次新高。

这一占比未来或将持续上升。

IPO申报企业中（剔除终止、中止以及

暂缓发行、暂缓表决公司），信息技术类

公司超40家，占申报公司数量近三成，

医药生物产业公司占比近一成。

从行业分布来看，上述200家公司

中，新一代信息技术产业上市公司有

98家，最新上市的公司有达梦数据、灿

芯股份、中瑞股份等；高端装备制造产

业及生物产业公司各有 72家、30家。

从板块分布来看，创业板、科创板公司

分别有 69家、58家，主板公司数量最

少，仅有22家。

三大战略性新兴产业
募资占比超六成

从首发募资来看，上述 200 家科

技型战略新兴公司平均首发募资

11.51亿元，其余 131家公司（200家以

外的公司）平均首发募资 10.05亿元；

前者超募（加权计算）17.14%，后者超

募21.51%。

从行业来看，2023年以来上市的

331家注册制公司中，属于战略新兴产

业的公司有315家，首发合计募资超过

3450亿元，其中上文提及三大科技型

战略性新兴产业公司募资合计超过

2300亿元，占前者比例超过六成。

具体来看，新一代信息技术公司募资

金额合计超过1450亿元，位居九大战略

新兴行业之首，募资金额占比超过四成；

其次，高端装备制造公司募资金额合计超

过550亿元；生物产业公司合计募资超过

300亿元，位居九大行业第5位。

从超募情况来看，生物产业公司超

募比例超过24%，高端装备制造产业及

新一代信息技术产业公司分别超募

20.09%、14.7%。

科技型公司研发强度
持续走高

近年来，科技型战略性新兴产业的

研发投入保持了上升趋势。据数据宝

统计，2021年至2023年，上述200家科

技型战略新兴公司研发支出总额分别

为 151.47亿元、202.91亿元、242.89亿

元，2023年研发支出较2021年（可比数

据）增加超55%，其余公司研发支出同

期增幅47%左右。

从研发强度来看，2021年至 2023
年，上述 200家科技型战略新兴公司

研 发 强 度（均 值）分 别 为 8.15% 、

9.07%、10.18%，持续超越其余公司（持

续低于5%）。

从单家公司来看，2021年至 2023
年研发强度持续超过10%的公司有39
家，其中研发强度持续超过30%的公司

仅有6家，分别是盛科通信-U、智翔金

泰-U、索辰科技、云天励飞-U、康乐卫

士及英方软件。

进一步来看，2021年至 2023年研

发强度持续超过10%，且同期加权净资

产收益（ROE）持续超过 10%的科技型

战略新兴公司仅有8家，最新上市的公

司有达梦数据、星宸科技、诺瓦星云、成

都华微等。

达梦数据研发强度持续上升，2023
年达到 20.79%，公司是全球第二个在

软件层面全面突破共享存储集群核心

技术的数据库厂商，拥有包括“达梦启

云数据库云服务系统”“达梦启云云开

放平台”等云计算系列产品。公司

2021年至 2023年加权ROE位居 20%
以上。

星宸科技是中国第二大行车记录

仪芯片厂商，其 IPC SoC及NVR SoC
出货量全球第一。公司2023年研发强

度超过24%。

成都华微是国内少数几家同时承接

数字和模拟集成电路国家重大专项的企

业之一，其研发强度持续超过20%。

锦波生物在重组人源化胶原蛋白

领域处于国际技术领先地位，公司2023
年加权ROE大幅上升，今年一季度加权

ROE超过10%，位居8家公司之首。

芯动联科是目前少数可以实现

高性能 MEMS 惯性传感器稳定量产

的企业。今年以来公司股价跌幅超

过20%。

航天环宇是国家级专精特新“小巨

人”企业，经过多年的发展，具有较强的技

术能力、产业化优势和综合竞争力，并成

为航天科技、中航工业、中国航发等军工

央企的核心供应商。公司2023年研发强

度、加权ROE分别为10.55%、10.66%，今

年以来公司股价跌幅超过25%。

助力资本市场高质量发展
科技型公司成为近两年上市主力军


